
時 間：108年 8月29日(四) ~ 8月30日(五)

地 點：長榮桂冠酒店-基隆 (基隆市中正路62-1號)
費  用：每一攤位(2mx2m)費用為NT$20,000元，包括接待用桌椅、壁報架，並提供一名解說人員免費參加(免報名費及食宿費用)。
手  續：1. 支票繳費者請連同參展報名表掛號郵寄至：

新北市23666土城區中華路一段36號8樓-5
中華民國防蝕工程學會 收

2. 郵政劃撥或銀行電匯繳費者，請將參展報名表及劃撥或電匯收據    傳真：02-8273-1572或e-mail：anticorr@seed.net.tw至本學會(洽詢電話：02-8273-1575 )。
備  註：為使年會籌備事務順利推展，敬祈於108年8月5日前惠覆，預定5個攤位，依報名及完成繳費順序額滿為止。
~~~參展報名表~~~

	公司單位
	
	簽 章

	展示項目
	
	

	
	
	

	
	
	

	聯絡人
	
	

	電話
	
	

	傳真
	
	

	E-mail
	

	地址
	

	解說人員
	姓名
	
	聯絡電話
	

	
	身分證號
	
	出生年月日  
	
	□素食

	
	住宿安排
	 □ 依大會安排2人1房     □ 不需安排住宿

 □ 一人一房，額外加收住宿費 1,500 元


※ 展示攤位費用支付方式：(請勾選) 
□ 郵政劃撥05894557，「社團法人中華民國防蝕工程學會」帳戶
□ 抬頭「社團法人中華民國防蝕工程學會」之銀行劃線支票或郵局匯票
□ 電匯：國泰世華銀行松山分行  帳號：037035026755 社團法人中華民國防蝕工程學會
※ 收據抬頭 □同公司單位   □其他：                                      
中華民國防蝕工程學會


108年度防蝕工程年會防蝕技術及產品展示辦法








